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INTISARI 

 

 Overclocking adalah sebuah proses membuat suatu perangkat komputer 
berjalan pada kecepatan yang lebih tinggi dari ketentuan standar pabrik 
pembuatnya. Voltase sebuah hardware juga dapat ditingkatkan agar dapat 
meningkatkan kestabilan ketika beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi.  
Apabila sebuah proses overclock dilakukan dengan benar maka kinerja pada 
komputer akan meningkat, sebaliknya jika terjadi kegagalan maka akan berakibat 
pada kerusakan perangkat  keras komputer. Untuk menjaga temperatur aman 
hardware dapat menggunakan sistem water cooling dan vapor chamber cooler. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
pendingin CM TPC 812 vapor chamber cooler, water cooling Corsair H80 dan 
Corsair H80 yang dimodifikasi menjadi custom water cooling pada kinerja, 
kestabilan dan suhu pada sistem berbasis pada CPU AMD FX 8120 yang telah di-
overclock. Kriteria yang diuji adalah perbandingan suhu dan kestabilan sistem 
serta beberapa kriteria yang diuji melalui software benchmark.  

 Penggunaan heat sink fan standar AMD tidak dapat mengatasi panas CPU 
pada kondisi standar. Menggunakan CM TPC 812, Corsair H80 dan custom water 
cooling dapat menjaga temperatur CPU aman pada kondisi standar sedangkan 
hanya sistem custom water cooling yang dapat menjaga temperatur aman CPU 
pada kondisi ter-overclock. 

  

Kata-kunci : cpu, overclocking, hardware, water cooling, vapor chamber cooler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

xviii 

 

ABSTRACT 
 

 Overclocking is a process of making a computer device running at a 
higher speed than standard provisions manufacturer. Voltage of a hardware can 
also be increase in order to improve stability when operating at higher speeds . 
When a process of overclocking is done properly , the performance of the 
computer will increase, otherwise if there is a failure it will result in damage to 
computer hardware. To maintain safe hardware temperature can use water 
cooling system and vapor chamber cooler . 
 
 This study was conducted to determine the effect of using the TPC 812 CM 
cooling vapor chamber cooler, Corsair H80 water cooling and Corsair  H80 that 
were modified into a custom water cooling on performance , stability and 
temperature in systems based on the AMD FX 8120 CPU that has been 
overclocked . Criteria tested is the comparison of temperature and stability of the 
system as well as some of the criteria that were tested through benchmark 
software . 
 
 The use of a standard heat sink fan AMD CPU can not cope with the heat 
in standard condition . While using the TPC CM 812 , Corsair H80 and custom 
water cooling can keep the CPU temperature safe in standard condition , while 
only a custom water cooling system that can keep the CPU temperature safe in 
overclocked condition . 
 
Keywords : cpu, overclocking, hardware, water cooling, vapor chamber cooler 

 

 
 


